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内容概要

在半导体领域，技术的变化遵循着摩尔定律的快速节奏，是以月而不是以年为单位计的。本书详细追
述了半导体发展的历史并吸收了当今最新技术资料，学术界和工业界都称赞这是一本目前在市场上能
得到的最全面、最先进的教材。全书共分20章，章节根据应用于半导体制造的主要技术分类来安排，
内容包括：与半导体制作相关的基础技术信息；总体流程图的工艺模型概况，用流程图将硅片制造的
主要领域连接起来；具本讲解每一个主要工艺；集成
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